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	 แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	2.1 โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
	2.1.1 วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 
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	(4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการทำงาน ต่อไป  

	2.1.2 ประโยชน์ต่อองค์กร 
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	(3) องค์กรสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
	(4) ทุกองค์กรที่เสนอเข้ารับรางวัล องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและ จุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ มากขึ้นต่อไป 
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	(4) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม 
	(5) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
	(6) เพิ่มพูนการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรและของแต่ละบุคคล 

	2.1.4 ค่านิยมหลักและแนวคิด 
	2.1.5 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ  
	สามารถจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ   
	(1) หมวด 1 การนำองค์กร   
	(2) หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
	(3) หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
	(4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
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	(3) คะแนนของหมวดและหัวข้อต่างๆ 
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	2.2.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (60 คะแนน)  
	(1) การจัดการกระบวนการทำงาน 
	(2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 


	2.3 ตัวอย่างงานวิจัยของบริษัทกรณีศึกษา TQA Best Practice  
	2.3.1 บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (Thai Acrylic Fiber Co.,Ltd; TAF)   
	(1) การจัดการกระบวนการของ TAF 

	2.3.2 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Thai Paper Company Limited)  

	2.4 เทคนิคและเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ 
	2.4.1 QC 7 Tools 
	(1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
	(2) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
	(3) แผนภาพพาเรโต้ (Pareto Diagram) 
	(4) กราฟ (Graph) 
	(5) ฮีสโทแกรม (Histogram) 
	(6) แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) 
	(7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

	2.4.2 การป้องกันความผิดพลาด (Poka yoke) 
	Pokayoke หมายถึงการป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้า แทนการยอมรับว่าจะต้องมีชิ้นส่วนชำรุดเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ หรือแทนการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด อุปกรณ์ที่เป็น Pokayoke ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันความเสียหายแต่เนิ่นๆ เป้าหมายก็คือ ความเสียหายเป็นศูนย์ และเมื่อมีชิ้นส่วนเสียหายหรือชำรุดในระบบการผลิตแบบพอเหมาะ ระบบจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะหาข้อผิดพลาดได้ และเมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว อุปกรณ์หรือกระบวนการ Pokayoke จะถูกติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก อุปกรณ์ Pokayoke ส่วนใหญ่จะเป็นแท่นยึดจับหรือเซ็นเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานมีการวางตัวอย่างถูกต้อง และผลิตได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีราคาถูกๆ จนถึงแบบแพงมาก ขึ้นกับสถานการณ์และระบบการผลิตนั้นๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ Pokayoke แบบง่ายแสดงดังภาพที่ 2.10  

	2.4.3 เทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS 
	(1) ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น (Eliminate) เป็นการขจัดงานหรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า เช่นการขจัดมูดะ 7 ประการ ได้แก่ การผลิตมากเกินไป การเก็บของที่ไม่จำเป็น การขนส่ง/ ขนย้าย/ขนถ่ายที่ไม่จำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการทำงานขาดประสิทธิภาพ การรอคอย การผลิตของเสีย/ แก้ไขของเสีย 
	(2) หาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) เป็นการรวมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติที่คล้ายกันรวมเป็นขั้นตอนเดียวกัน เช่น การรวมกระบวนการย่อยๆหลายกระบวนการมาเป็นขั้นตอนเดียว 
	(3) จัดเรียงใหม่ (Rearrange) เป็นการนำข้อมูลการวิเคราะห์มาจัดลำดับขั้นตอนระบบงานใหม เช่น การสลับขั้นตอนการทำงานให้มีการทำงานที่ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
	(4) การทำให้ง่ายขึ้น (Simplify) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดขั้นตอนและการทำงานที่สะดวกขึ้น เช่น การมีอุปกรณชวย เปลี่ยนวิธีการหรือหลักการ 

	2.4.4 แผนภูมิกระบวนการ (Work flow process chart) 
	แผนภูมิกระบวนการ Work flow process chart คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่แยกแยะขั้นตอนการไหลของงานกระบวนการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงสถานะของเวลาที่ใช้หรือระยะทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือการศึกษาเรื่องการวัดการใช้เวลาและการเคลื่อนไหวของงาน Time And Motion Study โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากลักษณะงานใน 5 ประเด็นดังตารางที่ 2.7 
	2.4.5 เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย 
	3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรกรณีศึกษา 
	3.2 กระบวนการผลิตชิ้นงาน Low Profile Quad Flat Package 120 Pin (LQFP120P) 
	3.2.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นงาน LQFP120P  

	3.3 การประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap Analysis)  
	3.4 ระบุหัวข้อประเด็นการพัฒนา 
	3.5 วิเคราะห์ปัญหา 
	3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
	3.5.2 บ่งชี้ประเด็นปัญหา 
	3.5.3 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
	3.5.4 การจำแนกปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 


	 ผลของการวิจัย 
	4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและการดำเนินการปรับปรุง 
	4.1.1 ปัจจัยที่ 1 วิธีการ setup ใช้ Lead frame จำนวนมาก  
	                    วิธีการตั้งค่าเครื่องจักรในปัจจุบัน มีการตั้งค่าโดย คำนึงถึงตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพงาน ได้แก่ ค่าความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) และค่าการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste distribution)  
	                    
	ภาพที่ 4.1 
	ภาพที่ 4.2 
	4.1.2 ปัจจัยที่ 2 Lead Frame ใช้ตั้งค่าได้ครั้งเดียว, ปัจจัยที่ 3 วิธีการตั้งค่าใช้ Lead Frame แล้วต้องทิ้ง และปัจจัยที่ 4 การใช้ LF จริงในการตั้งค่าเครื่องจักร 
	4.1.3 ทดลองนำการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน ไปทดสอบใช้งาน 
	                    เป็นการทดลองนำวิธีการการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน คือ วิธีการตั้งค่าเครื่องจักร และการใช้ Lead frame เคลือบพลาสติกใสแทน Lead frame จริง ไปทดสอบใช้งาน โดยวิเคราะห์ผลในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งมีตัวแปรที่สำคัญคือ  
	(1) การตรวจสอบการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste)   มีการควบคุมคุณลักษณะ คือ ต้องมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาด้านข้าง chip ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ด้าน ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลแบบ attribute การตรวจสอบจะใช้การตรวจผ่านกล้องไมโครสโคปที่กำลังขยาย 20 เท่า ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจงานเป็นดังภาพประกอบด้านล่างนี้  


	4.2 สรุปผล ก่อนและหลังการปรับปรุง 
	4.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุง 

	บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในอนาคต 
	5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการปรับปรุง 
	5.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย Lead frame คือ 
	5.1.2 แนวทางการปรับปรุง 

	5.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
	5.3 ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงไปยังเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวดอื่นๆ 
	 (1) จากการที่ได้มีการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลง ส่งผลต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงด้วย นั่นทำให้สามารถลดราคาสินค้าลดลงได้ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น (การเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า) 
	 (2) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันและยังสามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรได้  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4 การจัดการความรู้) 
	 (3) จากการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ในการที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้กระบวนการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้เป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของพนักงาน  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการใช้ความรู้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล) 
	 (4) การที่สามารถลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบ Lead frame ลงได้ ส่งผลถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยรวมลดลงด้วย ซึ่งทำให้สัดส่วนกำไรเพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจ)   

	5.4 ข้อเสนอแนะในอนาคต 
	(1) เนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีข้อจำกัดหลายอย่างในการดำเนินงาน ดังนั้นหากผู้ที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับหน่วยงานควรได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทุกฝ่าย 
	(2) การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวทางของ Best Practice เพียง 2 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งปัจจุบันมี 3 องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการปรับปรุงองค์กร การศึกษาครั้งต่อไปผู้ทำการศึกษาควรศึกษาแนวทางปฏิบัติจากองค์กรอื่นๆที่ได้รับรางวัล Best Practice เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการและปรับปรุงองค์กรที่หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
	(3) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นำเสนอหัวข้อที่ทำการปรับปรุงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6.2 ข ที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการเพียงกระบวนการหนึ่งเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ ต่อจากนี้  






